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(57)【要約】
　短小化を図りながら、簡易に接続を行うことができ、
ショート等を防止することのできる電子回路ユニット、
撮像ユニットおよび内視鏡を提供する。本発明における
電子回路ユニットは、複数のケーブル４１からなる複合
ケーブル４０と、ケーブル４１と電気的に接続される回
路基板２０と、ケーブル４１の配置位置に対応する位置
にケーブル４１の芯線４２の径より小さい径を有する貫
通孔３１が形成され、複合ケーブル４０と回路基板２０
との間に配置される中継基板３０と、を備え、貫通孔３
１に供給された半田５０を介してケーブル４１は中継基
板３０に端面接続されるとともに、回路基板２０とケー
ブル４１とが電気的に接続されていることを特徴とする
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のケーブルを有する複合ケーブルと、
　前記複合ケーブルと電気的に接続されている回路基板と、
　前記ケーブルの配置位置に対応する位置に前記ケーブルの導体部の径より小さい径をそ
れぞれ有する複数の貫通孔が形成され、前記複合ケーブルと前記回路基板との間に位置す
る中継基板と、
　を備え、
　前記複数のケーブルは、前記貫通孔に供給された半田を介して前記中継基板に端面接続
されており、
　前記回路基板は、前記貫通孔に供給された半田を介し前記複数のケーブルと電気的に接
続されていることを特徴とする電子回路ユニット。
【請求項２】
　前記回路基板は、前記貫通孔の位置に対応する位置に接続ランドが形成されるとともに
、前記中継基板の前記複合ケーブルが接続される面と対向する面に接続されていることを
特徴とする請求項１に記載の電子回路ユニット。
【請求項３】
　前記中継基板はフレキシブルプリント基板であり、前記フレキシブルプリント基板の中
心から折り曲げられた一方の領域に前記複数のケーブルが接続されており、他方の領域に
前記回路基板の前記接続ランドが接続されていることを特徴とする請求項１に記載の電子
回路ユニット。
【請求項４】
　前記複合ケーブルは、少なくとも一部が径の異なる複数のケーブルを有し、
　前記貫通孔の径は、対応する位置に配置されている前記ケーブルの導体部の径に応じた
大きさであることを特徴とする請求項１に記載の電子回路ユニット。
【請求項５】
　前記複合ケーブルは、少なくとも一部が径の異なる複数のケーブルを有し、
　前記貫通孔の径は均一であって、前記ケーブルの導体部の径に対応する数の貫通孔が配
置されていることを特徴とする請求項１に記載の電子回路ユニット。
【請求項６】
　前記複合ケーブルは、同軸ケーブルを含み、
　前記貫通孔は、前記同軸ケーブルの芯線の径より小さい径を有し、前記同軸ケーブルの
シールドに対応した位置にも形成されていることを特徴とする請求項１に記載の電子回路
ユニット。
【請求項７】
　前記中継基板と前記回路基板とを接続するフレキシブルプリント基板を備え、
　前記複数のケーブルと前記回路基板とは、中心から折り曲げられた前記フレキシブルプ
リント基板の一方の領域が前記中継基板と接続され、他方の領域が前記回路基板の前記接
続ランドと接続されることにより電気的に接続されていることを特徴とする請求項１に記
載の電子回路ユニット。
【請求項８】
　請求項１に記載の電子回路ユニットと、
　表面に撮像素子を有し、裏面にセンサ電極が形成された半導体パッケージと、
　を備え、
　前記回路基板の表面側に設けられた接続電極と、前記半導体パッケージのセンサ電極と
が接合部材を介して接続されているとともに、
　前記電子回路ユニットは、前記半導体パッケージの光軸方向の投影面内に位置すること
を特徴とする撮像ユニット。
【請求項９】
　請求項８に記載の撮像ユニットが先端に設けられた挿入部を備えたことを特徴とする内
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視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子回路ユニット、撮像ユニットおよび内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体内に挿入されて被検部位の観察等を行う内視鏡が知られており、医療分野
等で広く利用されている。この内視鏡は、可撓性を有する細長の挿入具の先端部に、撮像
素子等の電子部品を実装した電子回路ユニットを含む撮像ユニットが内蔵されて構成され
ている。挿入部の先端部は、被験者の負担軽減のために、細径化、短小化が望まれている
。
【０００３】
　内視鏡の挿入部の先端部にはＣＣＤなどの固体撮像素子が配設され、ＣＣＤが撮像した
画像データは電気信号に光電変換され、信号ケーブルを通して情報処理装置に伝送される
。ＣＣＤと情報処理装置との間の信号伝送は、ＣＣＤへの駆動電源の供給や、映像信号の
伝送、あるいはクロック信号の伝送などのため、ＣＣＤと接続された回路基板に、複数の
ケーブルを接続することにより行われている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－９４９５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１では、複合ケーブルの端部の総合被覆を除去し、複数のケーブルの外皮を除
去して芯線を回路基板の端部に形成された接続電極に接続するが、回路基板に接続するた
めの接続長が必要になるので、内視鏡の硬質部の短小化の妨げになっていた。また、細径
であるケーブルの位置合わせに手間を要するとともに、回路基板の小型化に応じた接続ラ
ンドの配置間隔の短縮等によりショート等を生じるおそれが高くなっている。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、短小化を図りながら、簡易に接続を行
うことができ、ショート等を防止することのできる電子回路ユニット、撮像ユニットおよ
び内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる電子回路ユニットは、
複数のケーブルを有する複合ケーブルと、前記複合ケーブルと電気的に接続されている回
路基板と、前記ケーブルの配置位置に対応する位置に前記ケーブルの導体部の径より小さ
い径をそれぞれ有する複数の貫通孔が形成され、前記複合ケーブルと前記回路基板との間
に位置する中継基板と、を備え、前記複数のケーブルは、前記貫通孔に供給された半田を
介して前記中継基板に端面接続されており、前記回路基板は、前記貫通孔に供給された半
田を介し前記複数のケーブルと電気的に接続されていることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明にかかる電子回路ユニットは、上記発明において、前記回路基板は、前記
貫通孔の位置に対応する位置に接続ランドが形成されるとともに、前記中継基板の前記複
合ケーブルが接続される面と対向する面に接続されていることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明にかかる電子回路ユニットは、上記発明において、前記中継基板はフレキ
シブルプリント基板であり、前記フレキシブルプリント基板の中心から折り曲げられた一
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方の領域に前記複数のケーブルが接続されており、他方の領域に前記回路基板の前記接続
ランドが接続されていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかる電子回路ユニットは、上記発明において、前記複合ケーブルは、
少なくとも一部が径の異なる複数のケーブルを有し、前記貫通孔の径は、対応する位置に
配置されている前記ケーブルの導体部の径に応じた大きさであることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる電子回路ユニットは、上記発明において、前記複合ケーブルは、
少なくとも一部が径の異なる複数のケーブルを有し、前記貫通孔の径は均一であって、前
記ケーブルの導体部の径に対応する数の貫通孔が配置されていることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明にかかる電子回路ユニットは、上記発明において、前記複合ケーブルは、
同軸ケーブルを含み、前記貫通孔は、前記同軸ケーブルの芯線の径より小さい径を有し、
前記同軸ケーブルのシールドに対応した位置にも形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明にかかる電子回路ユニットは、上記発明において、前記中継基板と前記回
路基板とを接続するフレキシブルプリント基板を備え、前記複数のケーブルと前記回路基
板とは、中心から折り曲げられた前記フレキシブルプリント基板の一方の領域が前記中継
基板と接続され、他方の領域が前記回路基板の前記接続ランドと接続されることにより電
気的に接続されていることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明にかかる撮像ユニットは、上記のいずれか一つに記載の電子回路ユニット
と、表面に撮像素子を有し、裏面にセンサ電極が形成された半導体パッケージと、を備え
、前記回路基板の表面側に設けられた接続電極と、前記半導体パッケージのセンサ電極と
が接合部材を介して接続されているとともに、前記電子回路ユニットは、前記半導体パッ
ケージの光軸方向の投影面内に位置することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明にかかる内視鏡は、上記に記載の撮像ユニットが先端に設けられた挿入部
を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、中継基板の貫通孔に供給された半田を介してケーブルが中継基板に端
面接続されるとともに、回路基板の接続ランドと電気的に接続されるため、ケーブル延出
方向の硬質部の長さを短縮できる。また、接続の際のケーブルの位置合わせが容易である
とともに、接続ランドの配置間隔を短縮した場合であっても、ショート等の発生を低減す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１にかかる内視鏡システムの全体構成を模式的に示
す図である。
【図２】図２は、図１に示す内視鏡先端部に配置される撮像ユニットの側面図である。
【図３】図３は、複合ケーブルと中継基板の接続を説明する図である。
【図４】図４は、図２に示す撮像ユニットの製造工程を説明する図である。
【図５】図５は、図２に示す撮像ユニットの製造工程を説明する図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１の変形例１にかかる複合ケーブルと中継基板の接
続を説明する図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態１の変形例２にかかる複合ケーブルと中継基板の接
続を説明する図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態２にかかる撮像ユニットの側面図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態３にかかる撮像ユニットの側面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下の説明では、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）として
、撮像ユニットを備えた内視鏡システムについて説明する。また、この実施の形態により
、この発明が限定されるものではない。さらに、図面の記載において、同一部分には同一
の符号を付している。さらにまた、図面は、模式的なものであり、各部材の厚みと幅との
関係、各部材の比率等は、現実と異なることに留意する必要がある。また、図面の相互間
においても、互いの寸法や比率が異なる部分が含まれている。
【００１９】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる内視鏡システムの全体構成を模式的に示す図で
ある。図１に示すように、本実施の形態にかかる内視鏡システム１は、被検体内に導入さ
れ、被検体の体内を撮像して被検体内の画像信号を生成する内視鏡２と、内視鏡２が撮像
した画像信号に所定の画像処理を施すとともに内視鏡システム１の各部を制御する情報処
理装置３と、内視鏡２の照明光を生成する光源装置４と、情報処理装置３による画像処理
後の画像信号を画像表示する表示装置５と、を備える。
【００２０】
　内視鏡２は、被検体内に挿入される挿入部６と、挿入部６の基端部側であって術者が把
持する操作部７と、操作部７より延伸する可撓性のユニバーサルコード８と、を備える。
【００２１】
　挿入部６は、照明ファイバ（ライトガイドケーブル）、電気ケーブルおよび光ファイバ
等を用いて実現される。挿入部６は、後述する撮像ユニットを内蔵した先端部６ａと、複
数の湾曲駒によって構成された湾曲自在な湾曲部６ｂと、湾曲部６ｂの基端部側に設けら
れた可撓性を有する可撓管部６ｃと、を有する。先端部６ａには、照明レンズを介して被
検体内を照明する照明部、被検体内を撮像する観察部、処置具用チャンネルを連通する開
口部および送気・送水用ノズル（図示せず）が設けられている。
【００２２】
　操作部７は、湾曲部６ｂを上下方向および左右方向に湾曲させる湾曲ノブ７ａと、被検
体の体腔内に生体鉗子、レーザメス等の処置具が挿入される処置具挿入部７ｂと、情報処
理装置３、光源装置４、送気装置、送水装置および送ガス装置等の周辺機器の操作を行う
複数のスイッチ部７ｃと、を有する。処置具挿入部７ｂから挿入された処置具は、内部に
設けられた処置具用チャンネルを経て挿入部６先端の開口部から表出する。
【００２３】
　ユニバーサルコード８は、照明ファイバ、ケーブル等を用いて構成される。ユニバーサ
ルコード８は、基端で分岐しており、分岐した一方の端部がコネクタ８ａであり、他方の
基端がコネクタ８ｂである。コネクタ８ａは、情報処理装置３のコネクタに対して着脱自
在である。コネクタ８ｂは、光源装置４に対して着脱自在である。ユニバーサルコード８
は、光源装置４から出射された照明光を、コネクタ８ｂ、および照明ファイバを介して先
端部６ａに伝播する。また、ユニバーサルコード８は、後述する撮像ユニットが撮像した
画像信号を、ケーブルおよびコネクタ８ａを介して情報処理装置３に伝送する。
【００２４】
　情報処理装置３は、コネクタ８ａから出力される画像信号に所定の画像処理を施すとと
もに、内視鏡システム１全体を制御する。
【００２５】
　光源装置４は、光を発する光源や、集光レンズ等を用いて構成される。光源装置４は、
情報処理装置３の制御のもと、光源から光を発し、コネクタ８ｂおよびユニバーサルコー
ド８の照明ファイバを介して接続された内視鏡２へ、被写体である被検体内に対する照明
光として供給する。
【００２６】
　表示装置５は、液晶または有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）を
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用いた表示ディスプレイ等を用いて構成される。表示装置５は、映像ケーブル５ａを介し
て情報処理装置３によって所定の画像処理が施された画像を含む各種情報を表示する。こ
れにより、術者は、表示装置５が表示する画像（体内画像）を見ながら内視鏡２を操作す
ることにより、被検体内の所望の位置の観察および性状を判定することができる。
【００２７】
　次に、内視鏡システム１で使用する撮像ユニットについて詳細に説明する。図２は、図
１に示す内視鏡先端部に配置される撮像ユニットの側面図である。図３は、複合ケーブル
と中継基板の接続を説明する図であり、図３（ａ）は複合ケーブル４０の先端部側の端面
、図３（ｂ）は中継基板３０のｆ５面側、図３（ｃ）は複合ケーブル４０を重ねた状態で
中継基板３０のｆ５面側から見た図である。
【００２８】
　撮像ユニット１００は、撮像素子を有し、裏面であるｆ２面にセンサ電極１３が形成さ
れた半導体パッケージ１０と、表面であるｆ３面に接続電極２１、裏面であるｆ４面に接
続ランド２２がそれぞれ形成され、ｆ３面の接続電極２１が半導体パッケージ１０のセン
サ電極１３と電気的および機械的に接続されている回路基板２０と、光軸方向に貫通する
複数の貫通孔３１を有する中継基板３０と、複数のケーブル４１からなる複合ケーブル４
０と、を備える。
【００２９】
　半導体パッケージ１０は、ガラス１２が撮像素子１１に貼り付けられた構造となってい
る。レンズユニットが集光した光はガラス１２の表面であるｆ１面を介して、受光部を備
える撮像素子１１の受光面に入射する。撮像素子１１のｆ２面（裏面）にはセンサ電極１
３、および、はんだボール等からなる接合部材１４が形成されている。接合部材１４は、
はんだボールのほか、金属コアはんだボール、樹脂コアはんだボール、Ａｕバンプ等でも
よい。半導体パッケージ１０は、ウエハ状態の撮像素子チップに、配線、電極形成、樹脂
封止、およびダイシングをして、最終的に撮像素子チップの大きさがそのまま半導体パッ
ケージの大きさとなるＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）であることが好ま
しい。
【００３０】
　回路基板２０は、配線が形成された複数の基板が積層されて板状をなしている（ｆ３面
およびｆ４面に平行な基板が複数積層）。積層される基板は、セラミックス基板、ガラエ
ポ基板、フレキシブルプリント基板、ガラス基板、シリコン基板等が用いられる。回路基
板２０の内部には、積層される基板上の配線を導通させる複数のビアが形成されている。
回路基板２０のｆ３面には接続電極２１が形成され、半導体パッケージ１０のセンサ電極
１３と接合部材１４を介して電気的、および機械的にそれぞれ接続されている。ｆ３面の
接続電極２１とｆ２面のセンサ電極１３との接続部は、封止樹脂により封止されていても
よい。
【００３１】
　複合ケーブル４０は、複数のケーブル４１が総合被覆４４で覆われてなり、中継基板３
０に接続される端部側は、総合被覆４４、およびケーブル４１の外皮４３が一部除去され
て、芯線４２が露出している。露出する芯線４２の端面ｆ７は、後述する中継基板３０の
裏面であるｆ６面に半田５０を介して端面接続されている。
【００３２】
　中継基板３０は、セラミックス基板、ガラエポ基板、ガラス基板、シリコン基板等が用
いられる。中継基板３０は、複合ケーブル４０の総合被覆４４で固定されたケーブル４１
の芯線４２の配置位置に対応する位置に、芯線４２の径ｒ３より小さい径ｒ２を有する貫
通孔３１が形成されている。貫通孔３１の配置位置は、芯線４２の光軸方向の投影面内で
完全に重なるか、大部分、たとえば、貫通孔３１の断面積の６０％以上で重なるものであ
れば、重ならない部分があってもよい。中継基板３０と複数のケーブル４１とを接続する
際、中継基板３０のｆ５面側から視認により位置合わせでできる観点から、中継基板３０
は透明な材料、例えば、ガラス基板とすることが好ましい。中継基板３０の材料として不
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透明な材料を使用する場合には、接続に利用する貫通孔３１に加え中継基板３０に貫通孔
を形成し、この貫通孔を介して位置合わせを行うようにしてもよい。中継基板３０とケー
ブル４１との接続部の周辺は、封止樹脂６０により封止されている。
【００３３】
　回路基板２０のｆ４面の接続ランド２２は、貫通孔３１の配置位置に対応する位置に形
成され、半田５１を介して貫通孔３１内の半田５０と接続されている。回路基板２０の接
続ランド２２は、半田５１、ならびに貫通孔３１内および芯線４２を中継基板３０の端面
接続する半田５０を介して、ケーブル４１と電気的に接続されている。回路基板２０と中
継基板３０との接続部の周辺は、封止樹脂６０により封止されている。
【００３４】
　また、撮像ユニット１００において、回路基板２０、中継基板３０、および複合ケーブ
ル４０は、半導体パッケージ１０の光軸方向の投影面内に収まる大きさである。
【００３５】
　次に、図を参照して、撮像ユニット１００の製造方法について説明する。図４および図
５は、図２に示す撮像ユニット１００の製造工程を説明する図である。
【００３６】
　まず、中継基板３０の所定の位置に貫通孔３１を形成し（図４（ａ））、この貫通孔３
１に半田５０を充填する（図４（ｂ））。貫通孔３１に半田５０を充填後、ケーブル４１
を接続する中継基板３０のｆ６面の貫通孔３１上にさらに半田５０を載置する（図４（ｃ
））。
【００３７】
　ケーブル４１の露出する芯線４２を貫通孔３１上の半田５０と位置合わせ後、芯線４２
の端面ｆ７を貫通孔３１上に凸状に載置された半田５０上に押し当て（図４（ｄ））、中
継基板３０のｆ５面側から溶融する半田５０を供給して、貫通孔３１内および貫通孔３１
上の半田５０を溶解させて、溶融した半田５０を芯線４２上に吸い上げさせる（図４（ｅ
））。
【００３８】
　半田５０を冷却した後、中継基板３０のｆ５面側の半田５０を除去した後（図５（ａ）
）、回路基板２０を接続する中継基板３０のｆ５面の貫通孔３１上に半田５１を載置し、
中継基板３０とケーブル４１との接続部の周辺を、封止樹脂６０により封止する（図５（
ｂ））。
【００３９】
　回路基板２０の接続ランド２２を貫通孔３１上の半田５１に位置合わせし、接触させた
後、加熱して半田５１を溶融して、回路基板２０を半田５０および５１を介して中継基板
３０およびケーブル４１と接続し、回路基板２０と中継基板３０との接続部の周辺を、封
止樹脂６０により封止する（図５（ｃ））。
【００４０】
　実施の形態１にかかる撮像ユニット１００において、中継基板３０の貫通孔３１は接続
部材である半田５０の供給部、および位置合わせ用マーカとして機能する。また、貫通孔
３１の径ｒ２を、芯線４２の径ｒ３よりも小さくし、芯線４２の端面ｆ７を中継基板３０
のｆ６面に端面接続している。貫通孔３１は、ケーブル４１の芯線４２の配置位置に対応
する位置に形成されるため、総合被覆４４を除去してケーブル４１（芯線４２）を再配置
する必要はない。また、ケーブル４１の芯線４２は、芯線４２の断面積の大部分が貫通孔
３１上に重なるように位置すればよく、貫通孔３１上に完全に一致させるように位置合わ
せする必要はないため、接続作業が容易となる。さらに、溶融する半田５０を供給して芯
線４２上に半田５０を吸い上げさせるため、中継基板３０とケーブル４１との十分な接続
強度を確保することができる。
【００４１】
　撮像ユニット１００では、ケーブル４１と中継基板３０との接続と、中継基板３０と回
路基板２０との接続の２つの工程で接続を行う。ケーブル４１の芯線４２を回路基板２０
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の接続ランド２２に直接接続する場合、多量の半田５０を使用し、長時間加熱して接続す
る必要があるため、ショートが発生しやすいが、本実施の形態１では、中継基板３０と回
路基板２０との接続は、少量の半田５１を使用し、短時間の加熱で接続できるため、ショ
ートの発生を抑制することができる。また、半導体パッケージ１０への熱の影響を低減す
ることができる。さらに、芯線４２を端面接続するため、撮像ユニット１００の硬質長を
短縮できるとともに、回路基板２０、中継基板３０、および複合ケーブル４０は、半導体
パッケージ１０の光軸方向の投影面内に収まる大きさであるため、撮像ユニット１００の
細径化も可能となる。
【００４２】
　なお、上記の実施の形態１では、複合ケーブル４０は、同種のケーブル４１から構成さ
れているが、径が異なるケーブルからなる複合ケーブルを使用することもできる。図６は
、実施の形態１の変形例１にかかる複合ケーブル４０Ａと中継基板３０Ａの接続を説明す
る図であり、図６（ａ）は複合ケーブル４０Ａの先端部側の端面、図６（ｂ）は中継基板
３０Ａのｆ５面側、図６（ｃ）は複合ケーブル４０Ａを重ねた状態で中継基板３０Ａのｆ
５面側から見た図である。
【００４３】
　複合ケーブル４０Ａは、径が中程度の大きさのケーブル４１ａと、大径のケーブル４１
ｂと、小径のケーブル４１ｃとからなる。中継基板３０Ａは、ケーブル４１ａの芯線４２
ａの配置位置に対応する位置に、芯線４２ａの径より小さい径を有する貫通孔３１ａ、ケ
ーブル４１ｂの芯線４２ｂの配置位置に対応する位置に、芯線４２ｂの径より小さい径を
有する貫通孔３１ｂ、ケーブル４１ｃの芯線４２ｃの配置位置に対応する位置に、芯線４
２ｃの径より小さい径を有する貫通孔３１ｃがそれぞれ形成されている。
【００４４】
　変形例１にかかる撮像ユニットにおいて、中継基板３０Ａの貫通孔３１ａ、３１ｂ、３
１ｃは接続部材である半田５０の供給部、および位置合わせ用マーカとして機能し、貫通
孔３１ａ、３１ｂ、３１ｃの径を、芯線４２ａ、４２ｂ、４２ｃの径よりも小さくし、芯
線４２ａ、４２ｂ、４２ｃの端面ｆ７を中継基板３０Ａのｆ６面に端面接続している。貫
通孔３１ａ、３１ｂ、３１ｃは、芯線４２ａ、４２ｂ、４２ｃの配置位置に対応する位置
に形成されるため、ケーブル４１ａ、４１ｂ、４１ｃを再配置する必要はない。また、ケ
ーブル４１ａ、４１ｂ、４１ｃの芯線４２ａ、４２ｂ、４２ｃは、芯線４２ａ、４２ｂ、
４２ｃの断面積の大部分が貫通孔３１ａ、３１ｂ、３１ｃ上にそれぞれ重なるように位置
すればよく、貫通孔３１ａ、３１ｂ、３１ｃ上に完全に一致させるように位置合わせする
必要はないため、接続作業が容易となる。さらに、溶融する半田５０を供給して芯線４２
ａ、４２ｂ、４２ｃ上に半田５０を吸い上げさせるため、中継基板３０Ａとケーブル４１
ａ、４１ｂ、４１ｃとの十分な接続強度を確保することができる。
【００４５】
　変形例１では、実施の形態１と同様に、ケーブル４１ａ、４１ｂ、４１ｃと中継基板３
０Ａとの接続と、中継基板３０Ａと回路基板２０との接続の２つの工程で接続を行うため
、中継基板３０Ａと回路基板２０との接続は、少量の半田５１を使用し、短時間の加熱で
接続できるため、ショートの発生を抑制することができる。また、半導体パッケージ１０
への熱の影響を低減することができる。さらに、芯線４２ａ、４２ｂ、４２ｃを端面接続
するため、撮像ユニットの硬質長を短縮することができるとともに、回路基板２０、中継
基板３０Ａ、および複合ケーブル４０Ａは、半導体パッケージ１０の光軸方向の投影面内
に収まる大きさとするため、撮像ユニットの細径化も可能となる。
【００４６】
　上記の変形例１では、ケーブル４１ａ、４１ｂ、４１ｃの径の大きさに対応するように
、貫通孔３１ａ、３１ｂ、３１ｃの径の大きさを変えているが、少なくとも芯線の径より
小さい径を有する貫通孔とすれば、すべての貫通孔を同一な貫通孔としてもよい。図７は
、実施の形態１の変形例２にかかる複合ケーブル４０Ｂと中継基板３０Ｂの接続を説明す
る図であり、図７（ａ）は複合ケーブル４０Ｂの先端部側の端面、図７（ｂ）は中継基板
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３０Ｂのｆ５面側、図７（ｃ）は複合ケーブル４０Ｂを重ねた状態で中継基板３０Ｂのｆ
５面側から見た図である。
【００４７】
　複合ケーブル４０Ｂは、単線ケーブル４１ｄと、同軸ケーブル４５と、集合ケーブル６
０Ａ、６０Ｂからなる。集合ケーブル６０Ａは、単線ケーブル４１ｅ、４１ｆと、同軸ケ
ーブル４５Ａと、を備え、集合ケーブル６０Ｂは、単線ケーブル４１ｇと、同軸ケーブル
４５Ｂと、を備える。同軸ケーブル４５は、芯線４６と、芯線４６の外周を被覆する内部
絶縁体４７と、内部絶縁体４７の外周を被覆するシールド４８と、シールド４８の外周を
被覆する外部絶縁体４９と、を有する。同軸ケーブル４５の中継基板３０Ｂの接続側の端
部は、総合被覆４４および外部絶縁体４９が一部除去されて、シールド４８が露出してい
る。また、露出するシールド４８と芯線４６との間の内部絶縁体４７は、レーザ等により
除去されている。
【００４８】
　中継基板３０Ｂは、複合ケーブル４０Ｂ内の単線ケーブル４１ｄ、４１ｅ、４１ｆ、４
１ｇおよび同軸ケーブル４５、４５Ａ、４５Ｂの芯線のうち、最も径が小さい同軸ケーブ
ル４５Ａの芯線４６ａより小径の貫通孔３１Ｂが、単線ケーブル４１ｄ、４１ｅ、４１ｆ
、４１ｇおよび同軸ケーブル４５、４５ａ、４５ｂの配置位置に対応する位置に形成され
ている。変形例２では、大径の芯線４２ｄの配置位置に４つの貫通孔３１Ｂを形成するこ
とにより、芯線４２ｄの周囲に多量の溶融する半田５０を供給し、接続強度を向上してい
る。また、シールド４８、４８ａ、４８ｂの配置位置に対応する位置にも、貫通孔３１Ｂ
が形成されている。
【００４９】
　単線ケーブル４１ｄ、４１ｅ、４１ｆ、４１ｇおよび同軸ケーブル４５、４５Ａ、４５
Ｂの芯線４２ｄ、４２ｅ、４２ｆ、４６、４６ａ、４６ｂの配置位置、ならびに同軸ケー
ブル４５、４５Ａ、４５Ｂのシールド４７、４７ａ、４７ｂの配置位置に対応する位置に
形成された貫通孔３１Ｂから溶融する半田５０を供給して、単線ケーブル４１ｄ、４１ｅ
、４１ｆ、４１ｇおよび同軸ケーブル４５、４５Ａ、４５Ｂの芯線４２ｄ、４２ｅ、４２
ｆ、４６、４６ａ、４６ｂ、ならびに同軸ケーブル４５、４５Ａ、４５Ｂのシールド４７
、４７ａ、４７ｂを、中継基板３０Ｂのｆ６面に端面接続している。
【００５０】
　貫通孔３１Ｂは、芯線４２ｄ、４２ｅ、４２ｆ、４６、４６ａ、４６ｂ、およびシール
ド４７、４７ａ、４７ｂの配置位置に対応する位置に形成されるため、単線ケーブル４１
ｄ、４１ｅ、４１ｆ、および同軸ケーブル４５、４５Ａ、４５Ｂを再配置する必要はない
。また、溶融する半田５０を供給して、芯線４２ｄ、４２ｅ、４２ｆ、４６、４６ａ、４
６ｂ、およびシールド４７、４７ａ、４７ｂ上に半田５０を吸い上げさせるため、中継基
板３０Ｂと単線ケーブル４１ｄ、４１ｅ、４１ｆ、および同軸ケーブル４５、４５Ａ、４
５Ｂとの十分な接続強度を確保することができる。
【００５１】
　変形例２では、実施の形態１と同様に、単線ケーブル４１ｄ、４１ｅ、４１ｆ、４１ｇ
および同軸ケーブル４５、４５Ａ、４５Ｂと中継基板３０Ｂとの接続と、中継基板３０Ｂ
と回路基板２０との接続の２つの工程で接続を行うため、中継基板３０Ｂと回路基板２０
との接続は、少量の半田５１を使用し、短時間の加熱で接続できるため、ショートの発生
を抑制することができる。また、半導体パッケージ１０への熱の影響を低減することがで
きる。さらに、芯線４２ｄ、４２ｅ、４２ｆ、４６、４６Ａ、４６Ｂ、およびシールド４
７、４７Ａ、４７Ｂを端面接続するため、撮像ユニットの硬質長を短縮することができる
とともに、回路基板２０、中継基板３０Ｂ、および複合ケーブル４０Ｂは、半導体パッケ
ージ１０の光軸方向の投影面内に収まる大きさとするため、撮像ユニットの細径化も可能
となる。
【００５２】
（実施の形態２）
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　図８は、本発明の実施の形態２にかかる撮像ユニットの側面図である。実施の形態２に
かかる撮像ユニット１００Ｄは、半導体パッケージ１０（図８に図示しない）と、回路基
板２０と、中継基板３０と、複数のケーブル４１からなる複合ケーブル４０と、回路基板
２０と中継基板３０との間に配置されるフレキシブルプリント基板７０と、を備える。
【００５３】
　フレキシブルプリント基板７０（以下「ＦＰＣ基板７０」という）は、絶縁性の基材７
１と、配線パターン７２と、回路基板２０の接続ランド２２と接合部材５３を介して接続
される第１の接続パッド７３と、半田５２および中継基板３０等を介してケーブル４１と
接続される第２の接続パッド７４と、を備える。ＦＰＣ基板７０は、配線面が外部となる
ように中心から折り曲げられている。第１の接続パッド７３および第２の接続パッド７４
は、回路基板２０の接続ランド２２および中継基板３０の貫通孔３１の配置位置に対応す
る位置に配置されている。
【００５４】
　撮像ユニット１００Ｄにおいて、実施の形態１と同様に、貫通孔３１の径を、芯線４２
の径よりも小さくし、芯線４２の端面ｆ７を中継基板３０のｆ６面に端面接続している。
貫通孔３１は、芯線４２の配置位置に対応する位置に形成されるため、ケーブル４１を再
配置する必要はない。また、ケーブル４１の芯線４２は、芯線４２の断面積の大部分が貫
通孔３１上にそれぞれ重なるように位置すればよく、貫通孔３１上に完全に一致させるよ
うに位置合わせする必要はないため、接続作業が容易となる。さらに、溶融する半田５０
を供給して芯線４２上に半田５０を吸い上げさせるため、中継基板３０とケーブル４１と
の十分な接続強度を確保することができる。
【００５５】
　また、回路基板２０とＦＰＣ基板７０との接続は、少量の接合部材５３を使用し、短時
間の加熱で接続できるため、ショートの発生を抑制できるとともに、半導体パッケージ１
０への熱の影響を低減することができる。さらに、芯線４２を端面接続するため、撮像ユ
ニット１００Ｄの硬質長を短縮することができるとともに、回路基板２０、中継基板３０
、複合ケーブル４０およびＦＰＣ基板７０は、半導体パッケージ１０の光軸方向の投影面
内に収まる大きさとするため、撮像ユニット１００Ｄの細径化も可能となる。
【００５６】
（実施の形態３）
　図９は、本発明の実施の形態３にかかる撮像ユニットの側面図である。実施の形態３に
かかる撮像ユニット１００Ｅは、半導体パッケージ１０（図９に図示しない）と、回路基
板２０と、複数のケーブル４１からなる複合ケーブル４０と、中継基板として機能するフ
レキシブルプリント基板７０Ｅと、を備える。
【００５７】
　ＦＰＣ基板７０Ｅは、絶縁性の基材７１により配線パターン７２および第２の接続パッ
ド７４を積層してなり、回路基板２０の接続ランド２２と接続部材５３を介して接続され
る第１の接続パッド７３と、半田５０を供給する貫通孔７５が形成されている。ＦＰＣ基
板７０Ｅは、第１の接続パッド７３が外部となるように中心から折り曲げられている。貫
通孔７５の径は、ケーブル４１の芯線４２の径よりも小さい。第１の接続パッド７３およ
び貫通孔７５（第２の接続パッド７４）は、回路基板２０の接続ランド２２およびケーブ
ル４１の配置位置に対応する位置に配置されている。
【００５８】
　ＦＰＣ基板７０Ｅとケーブル４１との接続は、実施の形態１と同様に、ＦＰＣ基板７０
Ｅの貫通孔７５には半田５０が充填され、ケーブル４１を接続するＦＰＣ基板７０Ｅの貫
通孔７５上にさらに半田５０を載置した後、芯線４２の端面ｆ７を貫通孔７５上に凸状に
載置された半田５０上に押し当て、ＦＰＣ基板７０Ｅの裏面側から溶融する半田５０を供
給して、貫通孔７５内および貫通孔７５上の半田５０を溶解させて、溶融した半田５０を
芯線４２上に吸い上げさせて接続する。
【００５９】
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　回路基板２０の接続ランド２２とＦＰＣ基板７０Ｅの第１の接続パッド７３は、接続部
材５３により接続される。
【００６０】
　撮像ユニット１００Ｅにおいて、実施の形態１と同様に、貫通孔７５の径を、芯線４２
の径よりも小さくし、芯線４２の端面ｆ７をＦＰＣ基板７０Ｅに端面接続している。貫通
孔７５は、芯線４２の配置位置に対応する位置に形成されるため、ケーブル４１を再配置
する必要はない。また、ケーブル４１の芯線４２は、芯線４２の断面積の大部分が貫通孔
７５上にそれぞれ重なるように位置すればよく、貫通孔７５上に完全に一致させるように
位置合わせする必要はないため、接続作業が容易となる。さらに、溶融する半田５０を供
給して芯線４２上に半田５０を吸い上げさせるため、ＦＰＣ基板７０Ｅとケーブル４１と
の十分な接続強度を確保することができる。
【００６１】
　また、回路基板２０とＦＰＣ基板７０Ｅとの接続は、少量の接続部材５３を使用し、短
時間の加熱で接続できるため、ショートの発生を抑制できるとともに、半導体パッケージ
１０への熱の影響を低減することができる。さらに、芯線４２を端面接続するため、撮像
ユニット１００Ｅの硬質長を短縮することができるとともに、回路基板２０、複合ケーブ
ル４０およびＦＰＣ基板７０Ｅは、半導体パッケージ１０の光軸方向の投影面内に収まる
大きさとするため、撮像ユニット１００Ｅの細径化も可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の電子回路ユニット、撮像ユニットおよび内視鏡は、高画質な画像、および先端
部の細径化および短小化が要求される内視鏡システムに有用である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　内視鏡システム
　２　内視鏡
　３　情報処理装置
　４　光源装置
　５　表示装置
　６　挿入部
　６ａ　先端部
　６ｂ　湾曲部
　６ｃ　可撓管部
　７　操作部
　７ａ　湾曲ノブ
　７ｂ　処置具挿入部
　７ｃ　スイッチ部
　８　ユニバーサルコード
　８ａ、８ｂ　コネクタ
　１０　半導体パッケージ
　１１　撮像素子
　１２　ガラス
　１３　センサ電極
　１４、５３　接合部材
　２０　回路基板
　２１　接続電極
　２２　接続ランド
　３０　中継基板
　３１　貫通孔
　４０　複合ケーブル
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　４１　ケーブル
　４２　芯線
　４３　外皮
　４４　総合被覆
　５０、５１　半田
　６０　封止樹脂
　１００　撮像ユニット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月16日(2017.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のケーブルを有する複合ケーブルと、
　前記複合ケーブルと電気的に接続されている回路基板と、
　前記ケーブルの配置位置に対応する位置に前記ケーブルの導体部の径より小さい径をそ
れぞれ有する複数の貫通孔が形成され、前記複合ケーブルと前記回路基板との間に位置す
る中継基板と、
　を備え、
　前記複数のケーブルは、前記貫通孔に供給された半田を介して前記中継基板に端面接続
されており、
　前記回路基板は、前記貫通孔に供給された半田を介し前記複数のケーブルと電気的に接
続されており、
　前記複合ケーブルは、少なくとも一部が径の異なる複数のケーブルを有し、
　前記貫通孔の径は、対応する位置に配置されている前記ケーブルの導体部の径に応じた
大きさであることを特徴とする電子回路ユニット。
【請求項２】
　複数のケーブルを有する複合ケーブルと、
　前記複合ケーブルと電気的に接続されている回路基板と、
　前記ケーブルの配置位置に対応する位置に前記ケーブルの導体部の径より小さい径をそ
れぞれ有する複数の貫通孔が形成され、前記複合ケーブルと前記回路基板との間に位置す
る中継基板と、
　を備え、
　前記複数のケーブルは、前記貫通孔に供給された半田を介して前記中継基板に端面接続
されており、
　前記回路基板は、前記貫通孔に供給された半田を介し前記複数のケーブルと電気的に接
続されており、
　前記複合ケーブルは、少なくとも一部が径の異なる複数のケーブルを有し、
　前記貫通孔の径は均一であって、前記ケーブルの導体部の径に対応する数の貫通孔が配
置されていることを特徴とする電子回路ユニット。
【請求項３】
　前記回路基板は、前記貫通孔の位置に対応する位置に接続ランドが形成されるとともに
、前記中継基板の前記複合ケーブルが接続される面と対向する面に接続されていることを
特徴とする請求項１または２に記載の電子回路ユニット。
【請求項４】
　前記中継基板はフレキシブルプリント基板であり、前記フレキシブルプリント基板の中
心から折り曲げられた一方の領域に前記複数のケーブルが接続されており、他方の領域に
前記回路基板の前記接続ランドが接続されていることを特徴とする請求項１または２に記
載の電子回路ユニット。
【請求項５】
　前記複合ケーブルは、同軸ケーブルを含み、
　前記貫通孔は、前記同軸ケーブルの芯線の径より小さい径を有し、前記同軸ケーブルの
シールドに対応した位置にも形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の
電子回路ユニット。
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【請求項６】
　前記中継基板と前記回路基板とを接続するフレキシブルプリント基板を備え、
　前記複数のケーブルと前記回路基板とは、中心から折り曲げられた前記フレキシブルプ
リント基板の一方の領域が前記中継基板と接続され、他方の領域が前記回路基板の前記接
続ランドと接続されることにより電気的に接続されていることを特徴とする請求項１また
は２に記載の電子回路ユニット。
【請求項７】
　請求項１または２に記載の電子回路ユニットと、
　表面に撮像素子を有し、裏面にセンサ電極が形成された半導体パッケージと、
　を備え、
　前記回路基板の表面側に設けられた接続電極と、前記半導体パッケージのセンサ電極と
が接合部材を介して接続されているとともに、
　前記電子回路ユニットは、前記半導体パッケージの光軸方向の投影面内に位置すること
を特徴とする撮像ユニット。
【請求項８】
　請求項７に記載の撮像ユニットが先端に設けられた挿入部を備えたことを特徴とする内
視鏡。



(17) JP WO2017/203983 A1 2017.11.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(18) JP WO2017/203983 A1 2017.11.30

10

20

30

40



(19) JP WO2017/203983 A1 2017.11.30

10

20

30

40



(20) JP WO2017/203983 A1 2017.11.30

10

20

30

40



(21) JP WO2017/203983 A1 2017.11.30

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY
,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,
TR,TT,TZ

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。



专利名称(译) 电子电路单元，成像单元和内窥镜

公开(公告)号 JPWO2017203983A1 公开(公告)日 2018-06-07

申请号 JP2017559902 申请日 2017-05-10

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

[标]发明人 木村寛之

发明人 木村 寛之

IPC分类号 A61B1/04 A61B1/00 A61B1/05 H04N5/225

CPC分类号 A61B1/04 G02B23/26

FI分类号 A61B1/04.530 A61B1/00.680 A61B1/05 H04N5/225.500 H04N5/225.100

F-TERM分类号 4C161/BB02 4C161/CC06 4C161/DD03 4C161/FF35 4C161/FF45 4C161/JJ06 4C161/JJ11 4C161
/LL02 4C161/NN01 4C161/NN03 4C161/PP08 4C161/SS01 4C161/UU03 5C122/DA26 5C122/EA54 
5C122/FC01 5C122/GE06 5C122/GE11 5C122/GE18

优先权 2016103172 2016-05-24 JP

其他公开文献 JP6297240B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

（ZH）提供了一种电子电路单元，成像单元和内窥镜，它们可以容易地
连接并且可以在实现尺寸减小的同时防止短路。 根据本发明的电子电路
单元包括：复合电缆40，其包括多根电缆41；电连接至电缆41的电路板
20；以及电缆41的芯线42的直径，其位于与电缆41的布置位置相对应的
位置。 形成具有较小直径的通孔31，在复合电缆40和电路板20之间设置
中继板30，并且通过供应到通孔31的焊料50中继电缆41。 电路板20和
电缆41在端面连接到板30的同时彼此电连接。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/94af6592-46b8-4f76-8c12-6d4c05997abe
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060411236/publication/JPWO2017203983A1?q=JPWO2017203983A1

